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ll. PROPOSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La Tecnologia de Montaje Superficial representa histéricamente y en la actualidad el método mas utilizado para la creacion de
circuitos electronicos, permitiendo integrar componentes y dispositivos, y optimizando el espacio de los sistemas electronicos;
ademas representa un proceso fundamental en la fabricacion de microcircuitos, aun cuando la evolucién de la industria electronica
tiende a la miniaturizacion de los dispositivos.

La unidad de aprendizaje proporcionara al discente conocimientos de la tecnologia y materiales relacionados con el montaje de
circuitos, asi como conocimientos de la teoria de soldadura, los procesos de manufactura, técnicas de reflujo y materiales utilizados
actualmente en la industria; desarrollara habilidades de seleccién de materiales, optimizacion de procesos industriales, solucion de
problematicas y aplicacién de la normatividad vigente.

Esta asignatura es optativa de la etapa disciplinaria y corresponde al &rea de Ingenieria Aplicada.

[ll. COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Explicar las etapas involucradas en la manufactura de placas de circuito impreso, mediante las técnicas de montaje superficial y la
fisica involucrada en sus principios de fabricacidn, para determinar los requerimientos, restricciones, demandas y problematicas que
mejoran la eficiencia y relacion costo beneficio del proceso, respetando las normas de seguridad y laborales vigentes.

IV. EVIDENCIA(S) DE DESEMPENO

Presenta un reporte técnico sobre las caracteristicas y especificaciones tecnolégicas para llevar a cabo un proceso de montaje
superficial que resuelva una problematica real de Ingenieria Electrénica. El reporte debe contener el tipo de aleacion a utilizar, la
técnica de deposicion, tecnologia de colocadores, tipo de reflujo, las caracteristicas de perfil de reflujo, tipo de limpieza, métodos de
inspeccion y prueba, justificando el uso de cada uno de ellos y resaltando sus caracteristicas principales. Se debe presentar el
reporte técnico y exponerlo de forma oral.




V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD I. Tecnologia de montaje superficial

Competencia:
Comprender la tecnologia y procesos relacionados con el montaje superficial de circuitos, mediante la comparacion de ventajas y
desventajas con tecnologias anteriores, para sustentar el uso de los procesos actuales, de forma comprometida y proactiva.

Contenido: Duracién: 4 horas

1.1. Tecnologia THT
1.2. Tecnologia SMT
1.3. Componentes y terminales SMT
1.4. Procesos de montaje superficial
1.4.1. Soldadura por ola
1.4.2. Soldadura por reflujo
1.4.3. Curado de adhesivos

UNIDAD II. Fundamentos de la soldadura

Competencia:
Describir los procesos de la soldadura, mediante la aplicacion de modelos fisicos y la interpretacion de tablas y diagramas, para la
comprension del comportamiento de la soldadura en diversas atmosferas, con actitud critica y analitica.

Contenido: Duracién: 4 horas

2.1. Teoria de la soldadura
2.2. Procesos de la soldadura
2.2.1. Esparcimiento
2.2.2. Disolucion del metal base
2.2.3. Formacién de Intermetalicos
2.3. Diagramas de fase para aleaciones de soldadura
2.4. Efectos de constituyentes, tiempo y temperatura




UNIDAD lIl. Tecnologia de soldadura de pasta

Competencia:

Identificar los componentes quimicos y procesos de fabricacion de la soldadura de pasta, a través del estudio de propiedades y
normas de clasificacion, para la seleccion adecuada del tipo de soldadura a utilizar, con actitud analitica y respeto al medio
ambiente.

Contenido: Duracién: 4 horas

3.1. Quimica del fundente

3.2. Soldadura en polvo

3.3. Proceso de fabricacion de soldadura de pasta

3.4. Reologia de la pasta

3.5. Normatividad y clasificacion de la soldadura de pasta

UNIDAD IV. Proceso de montaje superficial

Competencia:

Explicar los procesos industriales involucrados en el montaje superficial de circuitos, por medio de la descripcion detallada de las
caracteristicas de cada uno de estos, para la familiarizacion y reconocimiento de las etapas del montaje superficial, de forma
ordenada y con sentido de actualizacion permanente.

Contenido: Duracién: 8 horas

4.1. Almacenamiento y manejo de material

4.2. Deposicién de Pasta

4.3. Pick and Place

4.4. Técnicas de reflujo y efecto de la atmosfera
4.5. Limpieza

4.6. Inspeccién

4.7. Prueba eléctrica




UNIDAD V. Problematicas del proceso de reflujo

Competencia:

Describir las problematicas antes, durante y después del proceso de reflujo, por medio de la identificacion de los parametros fisicos
que afectan a la distintas problematicas, para la optimizacion del proceso y la reduccién de fallos en produccion, con actitud analitica
y sistematica.

Contenido: Duracién: 8 horas

5.1. Problematicas antes del reflujo
5.2. Probleméticas durante el reflujo
5.3. Problematicas posterior al reflujo
5.4. Perfil de Reflujo

5.5. Optimizacion de perfil de reflujo

UNIDAD VI. Topicos de soldadura

Competencia:

Identificar las distintas areas de oportunidad relacionadas con la soldadura, mediante la descripcion de las distintas aleaciones y el
estudio de normas vigentes, para mantener conocimientos actualizados del estado del arte, con respeto al medio ambiente y sentido
de actualizacion permanente.

Contenido: Duracioén: 4 horas

6.1. Antecedentes de la soldadura libre de plomo
6.2. Normas y Regulacién
6.3. Aleaciones




VI. ESTRUCTURA DE LAS PRACTICAS DE TALLER

N(,)' Qe Competencia Descripcion Material de Apoyo Duracion
Practica

1 Distinguir las ventajas y desventajas | Selecciona una estrategia de | Computadora, proyector, | 4 horas
de la tecnologia de montaje superficial, | aprendizaje (video, cuadro | hojas, plumones, lapiz,
mediante un estudio comparativo de | comparativo, exposicion | cartulinas, rotafolios,
tecnologias, para reconocer su | audiovisual, cuadro sinéptico, || recortes, impresiones,
impacto en la industria electrénica, con | mapa mental o conceptual, etc.), | cAmara, etc.
actitud reflexiva y descriptiva. en la cual plasme las ventajas y

desventajas de la aplicacion de la
tecnologia de montaje superficial;
incluye una conclusion con
reflexion profunda.

2 Identificar las etapas de la soldadura, | A través de la estrategia de | Tablas, diagramas, graficas, | 4 horas
mediante la aplicacion de modelos y | aprendizaje basado en | computadora, calculadora,
ecuaciones, e interpretacion de tablas || problemas: el docente || bibliografia, lapiz, hojas vy
y diagramas, para conocer las | proporciona al alumno tablas, | apuntes de clase.
propiedades de la soldadura en | graficas y diagramas de distintas
distintas atmosferas, con actitud | aleaciones y materiales, y el
analitica y critica. alumno calcula los distintos

pardmetros en el proceso de
soldadura.

3 Identificar los componentes y proceso | Realiza una monografia acerca | Computadora, bibliografia, | 4 horas
de fabricacién de soldadura de pasta, | de la tecnologia de soldadura de | procesador de texto,
a través de la descripcion de los || pasta, que incluya los siguientes || diccionario e internet.
agentes quimicos y tecnologia de | conceptos:
fabricacion, para la  seleccion | 1. Componentes del fundente.
adecuada de soldaduras, demostrando | 2. Aleaciones metalicas.
actitud analitica y responsable. 3. Procesos de atomizacion.

4. Fabricacion de pasta, mediante
la técnica planetaria Ross.

5. Normas de clasificacion de la
soldadura.

4 Describir los procesos del montaje | Realiza una exposicion | Proyector, bibliografia, | 8 horas
superficial, atendiendo a las | audiovisual de cada una de las | computadora, internet,
especificaciones técnicas de cada uno || etapas del proceso de montaje | procesador de texto vy
de ellos, para la identificacion de | superficial, abordando las | software para




parametros relevantes y su

siguientes tematicas:

presentaciones.

optimizacién, con actitud reflexiva y | 1. Almacenamiento.
analitica. 2. Deposicion de pasta.

3. Pick and place.

4. Reflujo.

5. Limpieza.

6. Inspeccion.

7. Prueba eléctrica.

Ademas genera un reporte

escrito.
Comprender las problematicas del | Elabora andlisis de modos de | Computadora, internet, | 8 horas
proceso de montaje superficial, de || fallas y efectos de las distintas | formatos, instructivo,
acuerdo a su ubicacion dentro del | problematicas que se presentan | procesador de texto vy
proceso, para brindar soluciones | en el montaje superficial para | calculadora.
Optimas, con una actitud analitica y | determinar las condiciones
responsable. Optimas de temperatura y tiempo

durante el proceso de reflujo.

Ademas entrega un reporte

escrito con la optimizacién del

perfil de refluo del analisis

elaborado previamente.
Describir las areas de oportunidad en | Elabora un reporte escrito que | Computadora, internet, | 4 horas
los tépicos de soldadura, a través de la | contenga uno de los siguientes | procesador de texto,

investigacion documental del estado
de arte, para mantener conocimiento
actualizado, con actitud reflexiva y
respeto al medio ambiente.

tépicos:

1. Soldadura libre de plomo.
2. Normatividad vigente.
3. Nuevas aleaciones.

El reporte debe incluir:
introduccién, desarrollo, impacto
ambiental, tecnoldgico, social y
economico, ademas
conclusiones.

bibliografia y bases de datos.




VIl. METODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer dia de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluacion, calidad de los trabajos
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de ensefianza (docente)

Expone de forma ordenada, clara y concisa los tépicos de la asignatura.
Promueve la participacion activa de los alumnos y el autoaprendizaje.
Provoca la discusion ordenada.

Proporciona ejercicios para la resolucion.

Indica la bibliografia correspondiente.

Coordina las actividades de investigacion.

Elabora, aplica y evalla los examenes.

Estrategia de aprendizaje (alumno)

Fortalece el pensamiento critico, analitico y reflexivo.
Resuelve los ejercicios de taller.

Revisa fuentes de informacion confiable y rigurosa.
Realiza actividades de investigacion.

Elabora un reporte técnico.

Resuelve las evaluaciones tedricas.




VIII. CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion seré llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditacion
- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que establece

el Estatuto Escolar vigente.
- Calificacion en escala del 0 al 100, con un minimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluacion

- EValUACIONES tEOIICAS. ..o oottt e e 40%
- Practicas de taller. ..., 30%
- Evidencia de deSEMPEMI0........ccuiiii it 30%

(Reporte técnico)




IX. REFERENCIAS
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Complementarias

Bath, J. (2007). Lead-free soldering. Germany: Springer
Science & Business Media. [clasica]

Lee, N. C. (2002). Reflow Soldering Processes. Netherlands:
Newnes. [clasica]

Marcoux, P. (2013). Fine pitch surface mount technology:
quality, design, and manufacturing techniques.
Germany: Springer Science & Business Media.

Prasad, R. (2013). Surface mount technology: principles and
practice. Germany: Springer Science & Business Media.

Strauss, R. (1998). SMT soldering handbook. Netherlands:
Elsevier. [clasica]

Suganuma, K. (2004). Lead-free soldering in electronics. USA:
Science, Technology, and Environmental Impact.
[clasica]

Emerald Insight (s.f.). Recuperado el 14 de septiembre de 2018, de
https://www.emeraldinsight.com/loi/ssmt

Judd, M., & Brindley, K. (2013). Soldering in electronics assembly.
USA: Elsevier.

Licari, J. J. & Swanson, D. W. (2011). Adhesives technology for
electronic applications: materials, processing, reliability.
USA: William Andrew. [clasica]

Surface Mount Technology Association. (1999-2019). Journal of
SMT Articles. USA: SMTA. Recuperado el 14 de septiembre
de 2018 de https://www.smta.org/knowledge/journal.cfm

X. PERFIL DEL DOCENTE

El docente que imparta esta asignatura debe contar con titulo en Ingeniero en Electronica, de preferencia con posgrado en
Ingenieria 0 Procesos de Manufactura. Se sugiere que presente tres aflos de experiencia en procesos de manufactura de la
industria de semiconductores, o experiencia minima de un afio como docente en nivel universitario y haya recibido cursos
pedagogicos. Proactivo, facilidad para transmitir el conocimiento y responsable.






